
スマートプリンター

レジストマスク形成用途
◆ガラス基板、光学部品への遮光用マスク印刷。
◆電気部品への絶縁パターン印刷。
◆銅張積層基板、銅張フィルムへのエッチングマスク印刷。

印刷後エッチングを行うことで回路基板を作成することができます。

電気回路形成用途
◆ＰＥＴフィルム、ＰＩフィルムへの銀ナノインク印刷。
印刷後に120度焼成させることで導電性の回路を作成することができます。

◆指定のインクジェット用インクを使用することで、ノズル詰まりを低減。
◆装置内にＵＶ照射機を内蔵しているため、レジスト材の印刷及び硬化工程を同時に実現。
◆ユーザービリティを追求した独自機構によりインクの補充、交換が簡単。
◆プリントヘッドを交換することで、レジストマスク形成、導電回路形成の用途で使用可能。
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用途例

仕様 スマートプリンター SMP-3021

プリント方法
ピエゾ駆動型インクジェット方式
(最小線幅100μm ※条件により異なる場合があります。)

使用画像データ形式 ビットマップ(ＢＭＰ)形式 (２値)

搭載可能メディア寸法 ３００ｍｍ(Ｗ)×２１０ｍｍ(Ｄ)×０．８ｍｍ以上３０ｍｍ以下(Ｈ)

印刷速度 １００ｍｍ／ｓｅｃ、２５０ｍｍ／ｓｅｃ (選択)

メディア固定方法 粘着テープによる貼り付け or 吸着ステージ

ＰＣインターフェース ＵＳＢ２．０ (WINDOWS7以上 32bit,64bitをご準備ください)

装置サイズ 約６００ｍｍ(Ｗ)×３５０ｍｍ(Ｄ)×３３０ｍｍ(Ｈ)

本体電源及び消費電力 ＡＣ８５～２６５Ｖ 消費電力１００Ｗ以下

・レジストマスク形成、電気回路形成
・Ａ４サイズを約２４０秒で高速印刷
・ユーザービリティの徹底追及
３つの動作で印刷スタート！
条件だしの手間を従来比８０％削減！
インクの補充は１分で完了！



Step２．スマートプリンターを用いて印刷

Step３．エッチング処理

Step４．レジスト材剥離処理

Step１．印刷データを作成(２値BMP形式)

印刷プロセス

事例
基板：銅張りＰＩフィルム
線幅：200ミクロン
スペース：50ミクロン

編集ソフト（DFM Inkjetなど）を用いて
DXF、Gerber、PDFデータ を ＢＭＰデータに変換。

レジストマスク形成
(エッチングマスク形成)

Step３．焼成処理(120度 60分)

電気回路形成用途

事例
基板：PETフィルム
線幅：500ミクロン
スペース：400ミクロン

ＰＣから装置を操作
基板をセットし、印刷ボタンを押すだけ。
※レジスト材印刷の場合は装置内でＵＶ照射実施。

2値ＢＭＰデータ

印刷後


